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Optische Geometriepriifung
von Silizium-Ingots
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DIMENSIONCONTRG,

Material: Silizium Waferblécke (Ingots)
- geschnitten

- quadriert

- gefast

Messung und Soll-Abgleich von
- Seitenlange

- Phasenlange

- Winkel

- Diagonallange

- Gewicht

Zur Be- und Entladung wird das Priifsystem gedffnet. - Gesamtlange
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Funktionen

Das optische Prifsystem dimensionCON-
TROL 8260 for Ingots fur Silizium-Ingots
erfasst automatisch die Oberflache des
Ingots und fuhrt selbststandig u.a. eine
Messung der Seitenldangen, Phasenlan-
gen, Winkel und Diagonallangen durch.
Dartber hinaus wird die Planheit der Sei-
tenflachen erfasst.

Die automatisierte optische Prifung eroff-
net vielfaltige Vorteile. Sie ist berlhrungs-
los, verschleiBfrei, Ubt keinerlei mechani-
sche Einflisse auf das Messobjekt aus
und ist im Gegensatz zur manuellen Pri-
fung sehr gut reproduzierbar.

Die automatische Messanlage vergleicht
Solldaten mit den gemessenen Werten
und klassifiziert damit den Ingot. Sie kann
auf die gangigen IngotgroBen 125x125
mm, 156 x156 mm und 210x210 mm kali-
briert werden. Ingotlangen von bis zu 2500
mm sind messbar.

Der zu prufende Ingot wird mittels Hebe-
zeug manuell in das Messsystem einge-
legt. AnschlieBend kalibriert sich die An-
lage vollig selbststandig durch integrierte
Masterteile auf den jeweiligen Ingot. Die
Nennwerte werden dem Messsystem vom
Leitrechner Ubermittelt. Alternativ. kann
auch ein Barcodeleser verwendet werden
oder auch eine Eingabe von Hand durch
den Bediener erfolgen.

Systemaufbau

Auf einer Sensorgrundplatte befinden sich
vier laseroptische Linien-Scanner. Sie pro-
jizieren je eine Laserlinie auf den Ingot. Die
reflektierte Linie wird von dem Scanner
aufgenommen und ausgewertet. Sie ent-

halt prazise Informationen Uber die Geo-
metrie des Ingots. Wahrend des Messvor-
gangs traversiert die Sensorgrundplatte
mit der Sensorik entlang des Priflings.
Dabei kénnen je nach Kundenwunsch
in bestimmten Abstadnden Messungen
durchgefihrt werden. Typisch ist eine Mes-
sung der Ingotgeometrie pro laufendem
Millimeter. Die Profilinformationen werden
bereits wahrend der Messung aneinander
gereiht, sodass eine virtuelle Rekonstruk-
tion der Oberflache moglich ist. Fehler-
hafte Stellen werden markiert und spater
beim Cropping entfernt. Diese Markierung
kann automatisch erfolgen oder manuell
durch den Werker. Ab welcher GréBe ein
Fehler markiert werden soll, lasst sich soft-
wareseitig festlegen. Zum Beispiel kann
definiert werden, dass ein neuer Brick erst
ab zehn in Folge gemessenen Fehlstellen
markiert werden soll.

Vorteile

Je nach Bearbeitungszustand des Ingots
wechselt die Oberflachenreflexion zwi-
schen spiegelnd und matt. Markttbliche
Laser-Scanner regeln die Belichtungszeit
abhangig vom Reflexionsgrad der Ober-
flache von Profil zu Profil. Treten jedoch
Reflexionsschwankungen innerhalb eines
Profils auf, sind herkémmliche Laser-
Scanner Uberfordert.

Die im Prifsystem verwendeten Laser-
Scanner sind mit einer innovativen dyna-
mischen Belichtungsumschaltung aus-
gestattet. Mit dieser Funktion werden
schwach reflektierende und spiegelnde
Bereiche stets optimal beleuchtet, was in
prazisen Messergebnissen resultiert.

Beruihrungsloses optisches Messverfahren

Die geometrischen GroBen werden durch vier gegen-
Uber angeordnete Laser-Profilsensoren ermittelt, die in
der Lage sind, Reflexionsunterschiede innerhalb einer
Profillinie zu kompensieren. Herkémmliche Profilsen-
soren werden durch solche Relexionsschwankungen
beeinflusst.

Systemvorteile

- berdhrungslose Messung ohne
Einfluss auf Ingot

- innovative Ausregelung moglicher
Reflexionsschwankungen

- Autokalibrierung mit integrierten
Masterteilen
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Sensoren und Systeme fir Weg,
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Waferkanten Inspektionssystem Mess- und Priifanlagen

zur Qualitatssicherung

von Kunststoff und Folien

von Reifen und Gummi

von Band-Metallen

von Automotive-Komponenten
von Glas und Scheiben
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